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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
EMBALLAGE DE COMPOSANTS
POUR OPERATIONS AUTOMATISEES

Partie 5: Supports matriciels

AVANT-PROPOS

CEl:1995

1) La CEl (Commlssaon Electrotechmque Intemanonale) est une orgamsat n

pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les g
domaines de I'électricité et de 'électronique. A cet effet, la CEl, en
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B .

e la CEl:

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote

ayant abouti a 'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
PACKAGING OF COMPONENTS
FOR AUTOMATIC HANDLING

Part 5: Matrix trays
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Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.
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EMBALLAGE DE COMPOSANTS POUR OPERATIONS AUTOMATISEES
CINQUIEME PARTIE: SUPPORTS MATRICIELS

Objet

Les supports matriciels sont congus pour faciliter le transport et
la manipulation des composants électroniques pendant leur essai,
leur étuvage, leur transport, leur stockage et le montage final
par des machines de placement automatique.

Cette norme décrit les dimensions principales, les tolérances et
les caractéristiques des supports matriciels. Elle ne comprend que
les dimensions essentielles pour la manipulation, l'utilisation et

le chargement ou déchargement de ces supports matridiels

Matériaux

caractéristiques de dissipation des cha
supérieures ou égales a 10° ohms/carré
ohms/carrés.

Les matériaux des supports matrj
modifier les caractérist?® heckri méca@niques, la

foivent étre réutilisables

ou recyclableg’s X ; rigides pour ne pas endommpager
‘ 1 ation, leur chargement, leur
étuvage, le e‘di Aon et leurs opérations de

placement.

ement (y compris les températures d'étuvage des
composants, si requis) sans distorsion, ni gauchi

allongement et rétrécissement, ou autres modifications physiques
qui pourraient en modifier les dimensions.

Les extrémités externes des supports matriciels doivent étre
suffisamment épaisses et solides pour permettre le positionnement
mécanique et la fixation.

Conception, dimensions et autres propriétés physiques des supports
matriciels

Les dimensions extérieures doivent &tre de 322,6 mm de long, 135,9
mm de large et doivent avoir une épaisseur de 7,62 mm (Figure 1)
ou 12,19 mm (Figure 2).
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PACKAGING OF COMPONENTS FOR AUTOMATIC HANDLING
PART 5: MATRIX TRAYS

Scope

The matrix trays are designed to facilitate the transport and
handling of electronic components during their testing, baking,
transport/storage, and final mounting by automatic placement
equipment.

This standard describes the common dimensions, tolerances and
characteristics of the tray. It includes only those dimensions
i i i ted

purpose and for placing or removing components fr

Material
Trays shall be moulded of material that

requirements of: equal to or greater t
but less than 1,0 x 10*? ohms/square,

tray.

recyclable, and shall be
sfmponents during handling,

paded trays shall be such that the
retained, without lead damage, and fan
the tray.

1 withstand normal environmental conditionE
1

rping, expanding, shrinking or any other physic
de the specified dimensions of the trays.

The outer edges of the tray shall be of sufficient thickness Fnd

4=
—strength—to—allowmechanicalpositioning—end—clamping:

Tray design, dimensions and other physical properties

Overall tray dimensions shall be 322,6 mm long, 135,9 mm wide, and
shall have a thickness of either 7,62 mm (Figure 1) or 12,19 mm
(Figure 2).
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4.2 Le poids maximum d'un support matriciel vide doit &tre inférieur a
300 grammes.

4.3 La conception de l'emplacement pour le composant sur le support
matriciel devra &tre telle qu'elle minimise le déplacement de ce
composant. Le composant ne devra pas pivoter de plus de 2,5° dans
toutes les directions.

4.4 Renseignements dimensionnels:

4.4.1 Figure 1 - Plan du support matriciel mince pour des composants
montés en surface.

Voir pages 8 et 10.

4.4.2 __Figure 2 - Plan dn

Boitiers Matriciels (PGA).
Voir pages 12 et 14.
4.4.3 Notes relatives aux Figures 1 and 2:
Voir page 16.
4.4.4
Plastique)
en J)
TSOP (I) ( pe 1)
ype 2)

5. iel

5.1
coin chanfreiné du support ou du cété du support ol se trouve

—HHencoche—de—centrayge:

5.2 Les composants seront chargés dans le support matriciel en partant
du coin droit diagonalement opposé au chanfrein, puis chargés en
partant du bas vers le haut et de droite & gauche. La colonne sera
complétement remplie de bas en haut avant de mettre un composant
dans la colonne suivante.

6. Empilage des supports matriciels

6.1 Les supports matriciels peuvent &tre empilés a condition que la

pile ne contienne que des composants de méme numéro et du méme
fabricant.
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. 1 - Y
—Notes related+to Figures—1i—and2:

The empty tray weight shall not exceed 300 grams.

The tray cell design shall minimize the component movement. The
component shall not rotate more than 2,5° in any direction.

Dimensional information:

Figure 1 - Thin matrix tray outline for surface-mount packages.
See pages 9 and 11.

Figure 2 - Thick matrix tray outline for PGA packages.

See pages 13 and 15.

See page 17.
Variation Sheets (See pages 19 and 21):
MOFP (Metric Quad Flat Pack)

PQFP (bumpered Plastic Quad Flat Pagc

TSOP

TSOP
Other packfg

Polar@ 2

be loaded into the tray starting at the lower

t column.

Tray stacking

Trays may be bundled in stacks providing the stacks contain only
components of the same part number and the same manufacturer.

diagonally opposite the chamfered corner of the [tray.
from bottom to top and right to left, the columns [shall
ly filled from bottom to top before placing a comppnent


https://iecnorm.com/api/?name=91f590d5a278a5d8277eab1396035876

-10 - 286-5 © CEI:1995

Le support matriciel supérieur contenant des composants sera
protégé par un support matriciel vide ou un couvercle équivalent
compatible.

Une pile de supports matriciels ne devra pas contenir plus d'un
support partiellement rempli. A 1'exclusion du support supérieur
de protection (couvercle), tout support matriciel partiellement
rempli doit étre sur le dessus de la pile, ainsi regue du
fournisseur.

Le composant ne devra pas dépasser de la surface supérieure du
support matriciel. Un radiateur fixé sur le dessus du composant
peut dépasser de la surface supérieure du support matriciel. Quand
un tel radiateur est utilisé, une entretoise adéquate doit étre
interposée dans la pile.

Les supports matriciels devront étre empilables s pro émeL et
ne devront pas rester attachés l'un a 1'autre pexdant dépiflage.

Les supports matriciels devront étre empilable
les composants contenus dans les piles.

Composants manquants

support
défini au 6.3.

iciel
fie

code 39.

C.2 Pour le code OCR, utiliser le code OCR B.
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6.2 The top tray containing components shall be protected by an empty
tray or a suitable equivalent 1lid.

6.3 A stack of trays shall not contain more than one partially filled
tray. Except for the protective cover tray (1lid), any partially
filled tray shall be the top tray of the stack as received from
the supplier.

6.4 The component shall not protrude above the top surface profile of
the tray. A heat-sink, attached to the top of a component, may
protrude above the top surface of the tray. When such a heat-sink
is used, suitable "spacer" trays shall be used in the stack.

6.5 Trays shall be stackable without interference and shall not stick
together during unstacking operations.

6.6 Trays shall be stackable without damaging contain comp entL.

7. Missing components
7.1 Missing components are not allowed, exce

partially filled tray as described in

8. Marking

8.1 The tray shall be mar

the empty tray will
without violating the

on the right side of the tray (opppsite
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FIGURE 1 - PLAN DU SUPPORT MATRICIEL MINCE POUR GCOMPOSANT
TYPE MQFP, PQFP, PLCC, TSOP () ET (i)
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FIGURE 1 - THIN MATRIX TRAY OUTLINE
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FIGURE 1 - PLAN DU SUPPORT MATRICIEL MINCE POUR COMPOSANT
TYPE MQFP, PQFP, PLCC, TSOP () ET ()
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FIGURE 1 - THIN MATRIX TRAY OUTLINE
FOR MQFP, PQFP, PLCC, TSOP () & () PACKAGES
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FIGURE 2 - PLAN DU SUPPORT MATRICIEL EPAIS
POUR COMPOSANTS TYPE PGA
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FIGURE 2 - THICK MATRIX TRAY "OUTLINE
'FOR PGA PACKAGES
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FIGURE 2 - PLAN DU SUPPORT MATRICIEL EPAIS
POUR COMPOSANTS TYPE PGA
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- FIGURE 2 - THICK MATRIX TRAY OUTLINE
FOR PGA PACKAGES
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Notes relatives aux Figures 1 and 2 pour les composants boitier matriciel

Notes:

/N
/A

/N

14.

(PGA), MQFP, PQFP, PLCC, TSOP(I) et (II)

Ces surfaces doivent étre exemptes de fissures.
Chanfrein de repérage de la terminaison No. 1 du composant.

La méthode de prélévement du support matriciel au moyen du vide
permet deux zones séparées de prélévement. N5 indique les
coordonnées des emplacements facultatifs (2 emplacements sont admis)
pour le prélévement du support matriciel au moyen du vide (ne
s'applique pas au support de boitiers matriciels épais).

Une surface pleine de 28 mm x 28 mm est nécessaire ttre la

préhension du support patriciel. Cette surface s i plus
nées de
iFiels

épais)

L' encoche est centree sur le cote du s ppol Exiciel met a

colonnes x nb de rangées) ans le

sens longitudinal, les iche & droite, dans le skns
transversal.

par la conception d'emballape et

XX = £0,13; angles = *0,5°,
fe maximale que peut subir un support

48 heures sans en modifier ses
imensionnelles.

+ M2 et M3 définissent les coordonnées des centres

des emplacements.

Les encastrements inférieurs doivent avoir une profondeur minimale
de 2 mm afin de faciliter l'utilisation automatique.

Les bords tranchants qui pourraient endommager les sacs sécheurs ou
autres matériaux d'emballage doivent étre évités sans se préoccuper
si un bord ou un coude est spécifié ou non.
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Notes:

- [P

> >

6.

7.

Notes related to Figures 1 and 2 for PGA, MQFP, PQFP, PLCC,
TSOP (I) and (II) packages

These surfaces to be free of seams.

Chamfer denotes package pin 1 orientation.

Tray vacuum pick-up method allows two separate pick-up areas.

Optional vacuum pick-up cell locations are N5 (does not apply to PGA

thick tray).

Tray vacuum pick-up method requires a minimum walled pickup area of

_2£_mm x 28 mm, located as ﬁ‘ﬁsa to—th

The symbol N refers to package lead-cous
applicable.

Total usable cells N3 = Nl.x N2
bottom along the length
the width of the tray.

Non-tabulated
(XX = 10,13;

eee °C is

subjected
dimen @

to which the empty tray can
hours without violating the

top to
Lross

be

thick

11

packaging material, shall be avoided regardless of whether or not an

edge or corner radius is specified.
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